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提供可能シーズ・技術

将来的なチップサイズコンピュータでの機能反映を見据え、PoC用デバイスを
用いてPoCを実施中

• 約25mm角のPoC用デバイス

• 加速度・音感・温湿度・気圧センサを搭載。

• このPoCデバイスをスタートとして、チップ

サイズコンピュータの製品開発を行っている。
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今後の事業展開・要望

項目 説明

IoT向けソリューション提供

• IoT向けデバイス価格の高止まり・既存デバイス機能が不十分で必要なデー

タ収集が出来ない等の課題をお持ちの企業向けに、一定のカスタマイズした
デバイス提供の検討が可能である。各種の現場課題向けのIoTソリューショ
ン導入を検討されている企業との協業を希望する。

（対象セクターは特に限定しておらず、幅広いセクターの会社との協業可能
性の協議をさせて頂きたいです。）

• 弊社デバイスを活用したIoTソリューション提供をするにあたり、弊社デバイ

スで収集したデータ蓄積・データ分析が可能なパートナーとの連携を検討し
ており、これらソリューションを提供可能な会社との協業を希望する。

共同製品開発

• 弊社技術を活用した共同製品開発により、従来製品を更に小型化する等に
より、新規デバイス市場を開拓されることに関心をお持ちの会社との協業を
希望する。

（対象セクターは特に限定しておらず、幅広いセクターの会社との協業可能
性の協議をさせて頂きたいです。）


